
CERN 반도체 검출기 개발을 위한
한국반도체 업체 협력 현황

(주)멤스팩

CERN 홈페이지

CERN + MEMSPACK Co-Work Projects 



㈜멤스팩

사업 분야

전자 부품화

Wafer

반도체소자(Chip) Packaging

• 반도체 소자(Wafer, Chip)를 전자산업 분야에서 사용할 수 있게 전자부품화 시키는 기술이

반도체 패키징 기술임.

• 세부적 기술로는 전기적인 연결 및 외부환경으로부터 소자를 보호하는 기술이 있음.

• 또한 이를 구현하면서도 소형화, 박형화, 집적화를 구현할 수 있어야 함.
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주요 사업 영역

방위산업용 반도체 모듈 항공/우주용 전자부품 자율 주행용 Lidar

• 시스템 반도체 Packaging Foundry Service (고부가 가치 아이템)

• 고객사 Wafer + 멤스팩 반도체 Packaging => 부품화 개발 & 양산

• 50개 이상의 R&D 연구소와 파트너쉽으로 협력 하고 있음.



㈜멤스팩

RAON

http://www.wisecontrol.com/?lan=kor
http://www.wisecontrol.com/?lan=kor
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보유설비

BESI DATACON 2200 EVO PLUS

VACUUM FURNACE SST3130

HESSE Mechatronics BJ820 MRSI Systems 705

NIKON XT V 160 OGP SmartScope ZIP250
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크린룸 제조 라인 현장



ALICE 생산품
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ALICE_ITS2

[물품 공급 계약서]

• 2017년 09월 부터 생산 공급(물품 공급 계약)

• 단위공정(와이어본딩)대응

• 400 Module 생산, 납품
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ALICE3

[Top-local & Bottom CERN]

[Die Bonding 공정]

[3D Measuring]

• 반도체 패키징 기술을 기반으로 전체 공정 검토

• Flexible PCB 국내 제작

• 공정 Set-up중
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ALPIDE-Carrier Board

• No-Warpage Die attach Glue 개발 및 공정 Setup.

• 도면 입수 후 모든 공정을 멤스팩에서 직접 진행.

( PCB제작, SMT 부품실장 및 반도체 패키징 공정 )

• Auto Wedge Wire Bonder 적용.(생산성 확대)

• 2023년 2월 수출.
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DAQ Board / Mosaic-HIC Adapt Board / RU-ALPIDE3 Adapt Board

[DAQ Board] [Mosaic-HIC Board] [RU-ALPIDE Board]

Gerber File, BOM 접수 PCB 제작 부품 구매 부품 실장(SMT)

•
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ITS3: Bent ALPIDE FPC Board

• Issue : Dia36mm원통에 완성된 Bent Chip FPC모듈을 장착.

=> No-Warpage Die attach Glue 개발 및 공정 set-up.

=> Bent Chip 부착가능한 FPC 개발

=> Manual Wire bonding ->Automatic Wedge Wire Bonding 적용.

=> 2023년 9월 출하.   

• CERN Concept

=> 센서칩을 미리 구부려서 Manual 공정 진행.

=> 생산성 저하 및 불량율 증가.

• ㈜맴스팩 Concept

=> 일반적인 반도체 패키징 공정을 통한 공정 수행.

=> Automatic Process를 통한 생산성 극대화.
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FAZIA-Quartetto

[Flexible PCB from Korea]

[Quartetto Frame-Korea]

• Quartetto Frame_ 국내 제작.

• Flexible PCB 국내 제작.

• 반도체 패키징 및 조립 공정 진행

[완성품]



ALICE3 제작 공정
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• 도면 설계

- Wafer : 8” _ 0.1mmT BackGrind

- Chip size(7x2 pcb use) : 30x15mm 

- Chip size(4x2 pcb use) : 32x25mm 

공정평가용 Wafer 제작 • Wafer_Fab OUT
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• Information

- Thick : 0.3mm rigid

- 7x2 size : 248x53mm 

- 4x2 size : 170x60mm 

[7x2 Array]

[4x2 Array]

PCB / FPC 제작

(Gerber File)



㈜멤스팩

Die Bonding Process
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Die Bonding 비교 영상

CERN (IBS Precision Engineering) Scientific Instruments 멤스팩 보유 설비

TOTAL WORKING TIME = 4min 48sec / 1Chip TOTAL WORKING TIME = 15sec / 1Chip
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Die Bonding 결과 사진

• Process

Dummy Chip- Die Bonding.

• Result : Good
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Wire Bonding Process



CMS PROCESS
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1. Flip Chip bonding for LGAD + ETROC(ASIC) 

Bump size: 90x90um 
Bump Pitch: 1,300um
Quantity of Bump Ball: 256 

2. Assembling the ETL Modules

Die Attach process
Wire Bonding 
Quantity of Bump Ball: 256 

Agenda
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• Wafer_Fab IN

- Wafer : 8” _ 0.1mmT BackGrind

- Chip size(LGAD Sensor) : 21x21.4mm

- Chip size(ETROC(ASIC) : 21x23mm 

웨이퍼

제작중

공정평가용 Wafer 제작

• 도면 설계
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X-ray image  &  Measurement Result

• A type

 Bump size: 
14x28um

 Bump Pitch : 
14um

• B type

 Bump size: 
25x53um

 Bump Pitch : 
22um

Flip Chip Set-up
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Flip chip Bonding 영상
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Flip chip bonding on PCB Flip chip bonding & Undefill

Flip chip Bonding 결과 사진
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X-Ray Inspection 설비
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Die Shear TEST Sequence (stress Test) 

start Tool contact Tool move up 
to setting point

Tool move to die 
direction at setting 
speed

Attachment broken

Die or adhesive 
must break. 

• Bond pull test

• Die shear test 
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Die Shear tester 

Kansas 대학 Bump Bonding 테스트 설비멤스팩 보유 설비
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ETL Module Bonding 사진
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ETL Module Bonding        비교 영상

Fermi Lab 제작 설비멤스팩 보유 설비

TOTAL WORKING TIME = 16sec / 1Chip TOTAL WORKING TIME = 1min / 1Chip

Vision recognize step Pick & place step 
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ETL Module Wire Bonding 영상
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MEMSPACK

ETL Module Encapsulation 사진
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• CERN Gantry system issue

- Inaccurate position of baseplate

- Unable to place automatically for current component condition

- Bumpy surface of baseplate makes lift

- Vacuum leakage issue

반도체 PACKAGING 장비

ETL Module Base Plate Bonding 영상




